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Application

« Grattez la plus grande partie du TIM avec un morceau de
plastique rigide

* Nettoyez la surface avec une lingette TIM

* Laissez agir 1 a 2 minutes

« Appliquez une petite quantité de Akasa Thermal Compound
sur la surface propre du CPU/chipset

« Répartissez soigneusement le composé sur toute la surface
du CPU/chipset a l'aide de la spatule fournie. Remarque : un film
mince est idéal - un supplément de composé n'améliorera
pas les performances.

« Le dissipateur thermique ou le refroidisseur est maintenant
prét a étre installé.

Données techniques

« Couleur : gris

« Viscosité : 95,000 (mPa.s/ 22°C)

« Conductivité thermique : 14.8 W/mK

« Plage de fonctionnement : -50°C ~ 280°C

* Impédance thermique : <0.613 (°C-cm?/W) @ 60 psi

AVERTISSEMENT
* Garder hors de la vue et de portée des enfants
+ Eviter le contact avec les yeux ou ne pas ingérer

e

Anwendung

« Kratzen Sie den gr6Bten Teil des TIM mit einem Stiick steifen
Kunststoff ab

* Reinigen Sie die Oberflache mit dem TIM Tuch

* 1-2 Minuten einwirken lassen

« Tragen Sie eine kleine Menge Akasa Thermal Compound auf
die saubere Oberfliche des CPU/Chipsatzes auf

* Verteilen Sie die Paste mit dem mitgelieferten Spreizer
vorsichtig auf der gesamten Oberflache des CPU/Chipsatzes.
Hinwesis: ein diinner Film ist ideal - zusatzliche Paste wird die
Leistung nicht verbessern.

« Der Kiihlkérper oder Kiihler ist nun bereit fiir den Einbau.

Technische Daten

« Farbe: Grau

« Viskositat: 95,000 (mPa.s/ 22°C)

- Warmeleitfahigkeit: 14.8 W/mK

* Betriebsbereich: -50°C ~ 280°C

« Thermische Impedanz: <0.613 (*C-cm?/W) @ 60 psi

WARNUNG
* AuBerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren
« Kontakt mit den Augen oder Verschlucken vermeiden
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Aplicagéo

* Retire o excesso de pasta térmica antiga com um pedaco de
plastico rigido

* Limpe a superficie com o TIM Wipe

* Deixe por 1-2 minutos

« Aplique uma pequena quantidade de Akasa Thermal
Compound na superficie limpa do chipset (CPU, GPU)

« Espalhe cuidadosamente o composto por toda a superficie do
CPU/chipset usando o espalhador incluso.
Nota: uma camada fina é ideal — Excesso de composto nao
melhoraré o desempenho.

« O dissipador de calor ou o resfriador esta pronto para
instalagao.

Dados técnicos :

* cor: cinza

« Viscosidade: 95,000 (mPa.s/ 22° C)

+ Condutividade térmica: 14.8 W/mK

* Temperatura de operagao: -50 ° C ~ 280 ° C

* Impedancia térmica: <0.613 (°C-cm?/W) @ 60 psi

AVISO
+ Manter fora da vista e do alcance das criancas
« Evite contato com os olhos ou ingestao
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Aplicacion

* Raspe la mayor parte del TIM con una pieza de plastico rigido

« Limpie la superficie con la toallita limpiadora TIM

* Deje actuar entre 1-2 minutos

« Aplique una pequefa cantidad de Akasa Thermal Compound
en la superficie limpia del CPU/chipset

« Extienda cuidadosamente el compuesto en toda la superficie
del CPU/chipset usando el esparcidor incluido. Nota: una pelicula
fina es ideal: afadir mas compuesto no mejorara el rendimiento.

« El disipador térmico o refrigerador esta listo para la aplicacion.

datos técnicos

« Color: gris

* Viscosidad: 95,000 (mPa.s/ 22°C)

+ Conductividad térmica: 14.8 W/mK

* Rango de operacion: -50 °C ~ 280 °C

+ Impedancia térmica: <0.613 (°C-cm?*/W) @ 60 psi

ADVERTENCIA
* Mantener fuera de la vista y del alcance de los nifios.
* Evite el contacto con los ojos o la ingestion.
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Croco6 HaHeceHuA

« CockobnuTe 6onbluyto YacTb TIM KYCKOM »KEeCTKOro niactmka

+ QunCcTMTE NOBEPXHOCTbL NpUaraemMon candeTkomn

+ OcTaBbTe Ha 1-2 MUHYTbI

+ HaHecute HemHoro TepmokomnayHaa Akasa Ha UNCTYI0 NOBEPXHOCTb
CPU/unnceta

+ OCTOPOXHO pacnpefenuTe KomMnayHz no Bceil NoOBePXHOCTU
CPU/unnceTa C NOMOLbio NpUnaraemoro wnatens.

« MpyMeyaHue: B ufjeane xenateNbHO NOYYUTb OYEHb TOHKUI CNOW —
QWHNA KOMNaYH, He YNyYIIUT NPON3BOAUTENIbHOCTD

+ Pagnatop unu oxnaguTenb Tenepb roTos K yCTaHOBKe

TexHuyeckne faHHble

* LUBET: cepblin

* BA3KOCTb: 95,000 (MMMa-c npun 22°C)

* TeNNIONPoBOAHOCTL: 14.8 BT/(M-K)

« pabounii AnanasoH: -50°C ~ 280°C

« Tennosoe conpotusnerue: <0.613 (°C-cm?/W) @ 60 psi

ONACHO
+ XpaHuTe 6aTapeu B He[JOCTYMHOM ANA AeTel MecTe.
+ He AonyckaiiTe KOHTaKTa C riasamu.
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Metoda aplikace
« Seskrabnéte vétsinu TIM pomoci kusu tvrdého plastu
« Otistéte povrch dodanym utérkou
* Nechte pasobit 1-2 minuty
+ Nanesete malé mnozstvi Akasa teplovodivé pasty na Cisty
povrch CPU/Cipové sady
« Peglivé roztahnéte pastu po celém povrchu CPU/¢ipové sady
pomoci dodavaného roztékatka.
Poznamka: Idealni je tenky film - nadbyte¢na pasta nezlepsi vykon
« Chladi¢ nebo chladi¢ je nyni pripraven k instalaci

Technicka data

* Barva: Seda

« Viskozita: 95,000 (mPa.s / 22 °C)

« Teplovodivost: 14.8 W/mK

* Provozni rozsah: -50 °C - 280 °C

« Termélni impedance: <0.613 (°C-cm?/W) pii 60 psi

VAROVANI
* Uchovejte mimo dosah a dohled déti.
* Vyhnéte se kontaktu s o¢ima.

Sposéb zastosowania

* Oczyszczaj wiekszos¢ TIM za pomoca kawatka sztywnego plastiku

* Wyczys¢ powierzchnie dotaczona Sciereczka

* Pozostaw na 1-2 minuty

* Natéz niewielkg ilos¢ pasty termoprzewodzacej Akasa na czystg
powierzchnie CPU/chipsetu

« Ostroznie rozprowadz paste na catej powierzchni CPU/chipsetu za
pomoca dofgczonego rozprowadzacza.
Uwaga: Cienka warstwa jest idealna - nadmiar pasty nie
poprawi wydajnosci

* Radiator lub chfodzenie jest teraz gotowe do instalacji

Dane techniczne

« Kolor: szary

» Wiskoznos¢: 95,000 (mPa.s/22°C)

« Przewodnictwo cieplne: 14.8 W/mK

* Zakres pracy: -50°C - 280°C

+ Impedangja cieplna: <0.613 (°C-cm?/W) przy 60 psi

OSTRZEZENIE
« Trzymac poza zasiegiem i wzrokiem dzieci.
* Unika¢ kontaktu z oczami.
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